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【57】申請專利範圍
1.　一種電子元件封裝體散熱結構，包括：
一基板；

一處理單元，附設在該基板上；

複數電子元件，佈設在該處理單元上；及

一導熱蓋，設置在該基板上且罩蓋該處理單元，在該導熱蓋之內側面上對應各該電子元

件設有至少一適應結構；

其中該至少一適應結構分別對接對應的各該電子元件。

2.　如請求項 1所述之電子元件封裝體散熱結構，其中該些電子元件的其中之一者與相對應
的該適應結構之間夾設有一絕緣導熱片，該絕緣導熱片具有一散熱面以及一吸熱面，該

散熱面為平面且貼附於該適應結構，該吸熱面貼附於該處理單元的表面。

3.　如請求項 2所述之電子元件封裝體散熱結構，其中該適應結構凸出或凹入該導熱蓋之內
側面。

4.　如請求項 1所述之電子元件封裝體散熱結構，其中該至少一適應結構的其中之一者貫穿
該導熱蓋，相對應的該電子元件容置在該適應結構中。

5.　如請求項 1所述之電子元件封裝體散熱結構，其中在該導熱蓋之外側面附設有一散熱
器，且該電子元件通過該適應結構熱連接該散熱器。

6.　如請求項 5所述之電子元件封裝體散熱結構，其中該散熱器具有複數鰭片。
7.　如請求項 5所述之電子元件封裝體散熱結構，其中該電子元件與該散熱器之間夾設有一
絕緣導熱片，該絕緣導熱片具有一散熱面以及一吸熱面，該散熱面為平面且貼附於該散

熱器，該吸熱面貼附於該處理單元的表面。

8.　如請求項 5所述之電子元件封裝體散熱結構，其中該電子元件貼附該散熱器。
9.　如請求項 2或 7所述之電子元件封裝體散熱結構，其中該絕緣導熱片為矽材料或鑽石材
料製成。

10.   如請求項 9所述之電子元件封裝體散熱結構，其中該絕緣導熱片為碳化矽、矽、鑽石薄
板或是鑽石銅複材薄板製成。

11.   如請求項 1所述之電子元件封裝體散熱結構，其中該導熱蓋為銅製成。
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12.   如請求項 1所述之電子元件封裝體散熱結構，其中該處理單元具有一頂面以及與該頂面
相對的一底面，該頂面及該底面皆為平面，該底面貼附於該基板且該些電子元件佈設在

該頂面上。

13.   如請求項 1所述之電子元件封裝體散熱結構，其中各該電子元件的周緣與該導熱蓋分離
配置。

圖式簡單說明

圖 1係本揭露第一實施例的電子元件封裝體散熱結構之立體示意圖。

圖 2係本揭露第一實施例的電子元件封裝體散熱結構之立體分解示意圖。

圖 3係本揭露第一實施例的電子元件封裝體散熱結構之剖視圖。

圖 4係本揭露第二實施例的電子元件封裝體散熱結構之剖視圖。

圖 5係本揭露第三實施例的電子元件封裝體散熱結構之剖視圖。

圖 6係本揭露第四實施例的電子元件封裝體散熱結構之剖視圖。

圖 7係本揭露第五實施例的電子元件封裝體散熱結構之剖視圖。
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